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1 Opto-elektronisches Bauelement 

Licht emittierende Halbleiter (LED) sowie lichtem- 
pfindliche Halbleiter werden iiblicherweise in einem 
5 Verband hergestellt^mit Spezialmaschinen in Einzel- 

Chips (mit einer KantenlSnge von ca. 0,3 mm) ge- 
trennt, rait einem Spezialwerkzeug abgenomraen xind 
dann auf ein TrHgermaterial, beispielsweise eine ge- 
druckte Schaltungsplatte aufgebracht. Zur Kontaktie- 

10 rung werden- mit einem BondungsgerSt die Anschliisse 

angebracht, was ein sehr komplizierter und kritischer 
Arbeitsgang ist, der groBes Know-how und hohe In- 
vest itionen erfordert.^ Die Bondstelle muB ferner 
schnell abgedeckt werden, un mechanische und atmosphS- 

15 rische Einfliisse zu verhindern, 

Diese ubliche Verarbeitungstechnik von Licht emittieren- 
den und lichtempf indlichen Halbleitern bedeutet in 
der Praxis, daB eine derartige Verarbeitung nur von 

20 groBen Spezialf irmen und in hohen Stiickzahlen durch- 

gefuhrt werden kann. Sonderanf ertigungen sind kaum 
Oder nur mit hohen Kosten moglich. Hierauf beruht 
es, daB die bisher iiblichen LED-Anzeigen weitgehend 
standardisiert sind, beispielsweise 7-Segment-Anzeigen 

25 Zifferndarstellung, 1 6-Segment-Anzeigen zur 

alphanumerischen Anzeige, Leuchtdioden als Punkte 
bzw, als kleine Symbols usw. 



Far den Anwender besteht daher nur ein ganz geringer 
30 Spielraum in der Display-Gestaltung . Spezialanzeigen, 

die auf die jeweilige Applikation zugeschnitten 
sind, erfordern im Hinblick auf die eingangs geschil- 
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derte Verarbeitungstechnik einen ungewohnlich groflen 
Aufwand. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, unter 
Vemieidung dieser Nachteile ein opto-elektronisches 
Bauelement zu schaffen, das mit geringem fertigungs- 
technischen Aufwand (und damit im Bedarfsfalle vom 
Anwender selbst) zur Herstellung beliebiger anwen- 
dungstechnischer Formen verwendet werden kann. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB durch ein opto- 
elektronisches Bauelement gelost, das gekennzeich- 
net ist durch 

15 a) einen opto-elektronischen Halbleiterkorper , 

b) einen aus Isoliermaterial bestehenden Trager fiir 
diesen Halbleiterkorper, 

20 c) zwei auf dem Trager flachig aufgebrachte, mit dem 

Halbleiterkorper verbundene Anschlusse, die sich 
von der den Halbleiterkorper tragenden AuBen- 
f lache des Tragers bis auf die gegenuberliegende 
AuBenflache des Tragers erstrecken und dort 

25 eine AnschluBkontaktf lache bilden, 

d) eine den Halbleiterkorper und seine Verbindung 
mit den beiden Anschliissen abdeckende lichtdurch- 
lassige Schicht. 



30 



ErfindungsgemSB wird somit der opto-elektronische 
HalbleiterkSrper in einem ersten Arbeitsgang in 
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eine gut handliche Bausteinform gebracht. In diesem 
ersten Arbeitsgang erfolgt u.a. der eingangs erwahn- 
te, kritische Schritt des Bondens. Insofern ist es 
von wesentlicher wirtschaf tlicher Bedeutung, dafi 
die Gestaltung des opto-elektronischen Baueleiaentes 
in diesem ersten Arbeitsgang noch vollig anwender- 
unabhangig ist. Die Fertigvmg dieses opto-elektroni- 
schen Bauelements kann inf olgedessen standardisiert 
in groBen Stiickzahlen und demgemaB sehr wirtschaft- 
iich erfolgen. 

Da bei dem so geschaffenen opto-elektronischen 3au- 
element der Halbleiterkorper und seine Verbindung 
mit den beiden Anschliissen, insbesondere der Bond- 
draht, durch eine lichtdurchlassige Schicht abge- 
deckt und einwandfrei geschiitzt ist, sind beira Ver- 
sand und bei der weiteren Handhabung dieses Bau- 
elementes keine besonderen VorsichtsmaBregeln er- 
f order lich. 

Von besonderem Vorteil ist nun, dafi der Anwender 
mit einem derartigen Bauelement auf einfachste Wei- 
se beliebige Displays und opto-elektronische Anord- 
nungen zusammenstellen kann. Hierfur ist besonders 
wesentlich, daB die erf indungsgemaBe Gestaltung 
der Anschlusse, die auf der einen AuBenflache des 
Isoliermaterial-Tragers je eine AnschluBkontakt- 
flache bilden, auf einfachste Weise die Herstellung 
einer elektrischen Verbindung zwischen diesem Bau- 
element und einer groBeren Schaltungsanordnung ge- 
stattet. Der Anwender braucht somit lediglich die 
erfindungsgemaBen Bauelemente in der von ihjn ae- 




wo 83/00408 

PCT/EP82/00I53 

- 4 - 



10 



15 



25 



30 



wvinschten Anordnung auf eine gedruckte Schaltungs- 
Platte aufzusetzen und durch einen einfachen LQt- 
oder Klebvorgang anzuschlieBen. Er kann auf diese 
Weise selbst komplizierteste Display-Anordnungen, 
die evtl. nur in vergleichsweise geringen Stuckzah- 
len benotigt werden, mUhelos zusainmenstellen. 

ZweckmSBige Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge- 

genstand der Unteransprtiche und werden Xn. Zusaimnen- 

hang mit der Beschreibung einiger in der Zeichnung 

veranschaulichter Ausfuhrungsbeispiele naher er- 
lautert. 

In der Zeichnung zeigen ■ - 



Fig. 1 



20 Fig, 2 



eine Seitenansicht eines ersten Ausfuhrungs- 
bexspieles eines erf indungsgeniafien opto- 
elektronischen Bauelementes ; 



eine Auf sicht auf das Baueienent gemaB 
Fig. 1 ; 



Fig. 3 und 4 seitenansicht und Auf sicht eines zwei- 
ten Ausfuhrungsbeispieles; 

Fig, 5 bis 8 Schemadarstellungen einiger Anwendungs- 
noglichkeiten des erf indungsgezvaBen Bauele- 
mentes . 

Das in den Fig., und 2 dargestellte opto-elektroni- 
sche Baueienent 1 enthSlt einen coto-elektronischen 
Halblexterkorper 2 (z.b. ein LED), einen aus Isolier- 
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material, vorzugsweise aus Keramik, bestehenden 
Trager 3, zwei auf dem Trager 3 flachig aufgebrachte 
Anschlusse 4 und 5, die sich bei dem dargestellten 
Ausfiihrungsbeispiel von der den Halbleiterkorper 2 
tragenden Breitseite des Tragers iiber die beiden 
Stirnseiten auf die andere Breitseite des Tragers 
erstrecken und dort je eine Anschlufikontaktf lache 
4a bzw. 5a bilden. 

Die Unterseite des Halbleiterkorpers 2 ist durch 
einen ieitenden Kleber 6 flachig mit dem AnschluB 4 
verbunden. Die Oberseite des Halbleiterkorpers 2 
steht uber einen Verbindungsdraht , den sog. Bonddraht 
It mit dem anderen AnschluB 5 in Verbindung. 

Bei dem in den Fig.l und 2 dargestellten Ausfuhrungs- 
beispiel ist der Halbleiterkorper 2 erhaben auf der 
oberen Breitseite des Tragers 3 angeordnet. Eine 
lichtdurchlassige, vorzugsweise aus Epoxydharz be- 
stehende Schicht 8 deckt die ganze, den Halbleiter- 
korper 2 tragende Breitseite des Tragers 3 ab und 
schutzt damit den Halbleiterkorper 2, den Bond- 
draht 7 sowie die Anschlusse 4 und 5. 

Der Trager 3 ist quaderformig ausgebiidet. Seine 
Breite B betragt maximal 1,27 mm und entspricht da- 
mit dem RastermaB (1/10") iiblicher gedruckter Schal- 
tungen. Die Lange L des TrSgers 3 betragt beim dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiel etwa 3,2 mm, die 
Hohe H etwa 0,6 mm. 
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1 Die den Halbleiterkorper 2 abdeckende Schicht 8 aus 

Epoxydharz ist domartig gewolbt, Sie kann entweder 
farblos-lichtdurchlassig Oder farbig sein. Je nach 
dem Anwendungszweck kann es ferner erwunscht sein, 

5 der Schicht 8 lichtstreuende Eigenschaf ten zu geben. 

Die beiden Anschliisse 4 und 5 konnen eine unter- 
schiedliche L^nge erhalten, um dem Anwender eine zu- 
verlassige Unterscheidung zu ennoglichen, 

Bei dem in den Fig. 3 und 4 dargestellten zweiten 
Ausf iihrungsbeispiel ist der Trager 3 * mit einer 
Vertiefung 3 'a versehen, in der der Halbleiterkorper 
2* angeordnet ist. Die beiden Anschlusse 4' und 5' 
besteh^n aus je zwei auf den beiden Breitseiten des 
Tragers 3' vorgesehenen AnschluBteilen 4 'a, 4'b bzw, 
5 'a, 5*b sowie aus einem die beiden AnschluBteile 
verbindenden, durch einen Durchbruch 9 bzw. 10 
des Tragers 3 ' hindurchgreif enden Leiterelement 4 \q 
bzw. 5'c. 

Der Halbleiterkorper 2' ist durch einen Kleber 6* 
mit dem AnschluS 4 ' und uber einen Bonddraht 7 ' mit 
dem AnschluB 5' verbunden. Die Vertiefung 3 'a ist 
25 durch eine Schicht 8' aus Epoxydharz abgedeckt. 

Die Fig. 5 bis 8 veranschaulichen einige Moglich- 
keiten zur Anwendung des erf indungsgemSBen Bauele- 
mentes - 

30 

Fig. 5 zeigt einen Teil einer Leiterplatte 11 mit 
aufgedruckten Leiterbahnen 12, auf die zwei opto- 
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elektronxsche Bauelen,ente 1 und la aufgesetzt sind. 
T Tv'!/" ^^'^^^--^^ 1 steht son.it die AnschluB- 
Jonta.tfl.che 4a (vgl. Pi,.„ .eispielsweise in Ver- 
bindung .it der Leiterbahn 12a und die AnschluB.on- 
taktflache 5a (Fig.i, in Verbindung :nit der Leiter- 
bahn 12b. Die Herstellung dieser AnschluBverbindung 
zwxschen den Bauele^enten 1, 1 a und den Leite.bahnL 
12 erfolgt xn ublicher Weise durch Loten cder mittels 
eines Leitklebers. mittels 

Ober den beiden opto-eleJctronischen Bauele.enten 1 , 
la xst ein Reflektor 13 angeordnet, der an seiner 
Oberseite beispielsweise eine Beschriftung 14 tr.gt 
oer Re. ektor 13 ist .ei. dargestellten .usf^hrungs: 
be.sp.el .it Steckerstiften 15 auf der Leiterplatte 
I f berestigt. 

Fig. 6 zeigt ein anderes Ausfuhrungsbeispiel einer 
Leiterplatte 16 mit darauf vorgesehenen Leiter- 
bahnen 17 und elektrischen Bauteilen 18. An einer" 
Stelle des dargestellten Ausschnittes der Leiter- 
platte ist ein erfindungsgemaBes cpto-elektronisches 
Bauelement 1 vorgesehen, uber den, ein Reflektcr 19 
angebracht ist, 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaS Pig. 7 tragt die 
I.eiterplatte 20 u.a. einen Drucktaster 21 und ein 
opto-elektronisches Bauelement 1. Ober der Leiter- 
platte 20 und den von ihr getragenen Bauteilen ist 
erne Abdeckfolie 22 vorgesehen. 
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1 Fig. 8 zeigt in ganz schematischer Form eine Ein- 

, richtung zum Lesen eines Lochstreif ens bzw. einer 
Lochscheibe 23. Auf der einen Seite ist als Sender 
ein Licht emittierendes Bauelement 1 und auf der 
5 anderen Seite als Empfanger ein lichtempf indliches 

Bauelement la vorgesehen. Diese beiden Bauelemente 
sind hier mit ihren Anschlufikontaktf lachen (z.B. 
4a, 5a, vgl. Fig. 1 ) auf Metallstifte 24, 25 bzw, 
24a, 25a aufgesetzt und hiermit verlotet bzw. lei- 
10 tend verklebt. 

WShrend bei den beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen 
der Trager aus keramischem Material besteht, ist es 
im Rahmen der Erfindung auch moglich, ihn aus Glas 
15 Oder emalliertem Stahl herzustellen. Der Trager muB 

ferner nicht exakt quaderformig sein, sondern kann 
beispielsweise an den beiden Stirnseiten Einbuchtungen 
aufweisen, durch die die Anschlusse von der einen zur 
anderen Aufienflache verlaufen. 

20 



25 



30 
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Patentanspriiche : 

1. Opto-elektronisches Bauelement, 

gekennzeichnet durch 

a) einen opto-elektronischen Halbleiterkorper (2) , 

b) einen aus Isoliermaterial bestehenden TrSger 
(3) fur diesen Halbleiterkdrper , 



c) zwei auf dem Trager (3) flachig auf gebrachte, 
mit dem Halbleiterkorper (2) verbundene An- 
schlusse (4/ 5) , die sich von der den Halblei- 
terkorper tragenden AuBenflache des Tragers 

1^ auf die gegenuberiiegende AuBen- 

flache des Tragers erstrecken and dort eine 
Anschlufikontaktflache (4a bzw. 5a) bilden, 

d) eine den Halbleiterkorper (2) und seine Ver- , 
20 bindung mit den beiden Anschlussen (4, 5) ab- 

deckende lichtdurchlassige Schicht (8)., 

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterkorper eine Licht emittieren- 

25 de Diode (LED) ist. 

3. Bauelement nach Anspruch ^, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterkorper ein lichtempf ind- 
liches Halbleiterelement ist. 



30 
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4 . Bauelement nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der/^^2aSIII§lii|^^§rager (3) eine 
Breite von maximal 1,27 nun aufweist. 

5. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Unterseite des Halbleiterkor- 
pers (2) durch einen leitenden Kleber (6) flachig 
mit dem einen AnschluB (4) und die Oberseite des 
Halbleiterkorpers iiber einen Verbindungsdraht 
(Bonddraht 7) mit dem anderen AnschluB (5) ver- 
bunden ist. 

6. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
• net, daB sich die beiden AnschlUsse (4, 3) von 

der den Halbleiterkarper (2) tragenden einen 
Breitseite des TrSgers (3) iiber die beiden Stirn- 
seiten des Tragers hinweg bis zur anderen Breit- 
seite des Tragers erstrecken und dort je eine 
AnschluBkontaktflache (4a, 5a) bilden. 

Bauelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die beiden Anschluss e (4", 5>) aus je 
zwei auf den beiden Breitseiten des TrSgers (3-) 
vorgesehenen AnschluBteilen (4'a, 4 'b, 5'a, 5'b) 
sowie einem die beiden AnschluBteile verbinden- 
den, durch einen Durchbruch (9,. 10) des TrSgers 
(3') hindurchgreifenden Leiterelement (4'c, 5'c) 
faestehen. 

Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterkorper (2) erhaben auf 
einsr Breitseite des Tragers (3) angeordnet ist. 
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9. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterkorper {2') in einer auf 
der einen Breitseite des Tragers (3-) vorgesehenen 
Vertiefung (3 'a) angeordnet ist. 

10. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die den Halbleiterkorper (2) sowie den 
zwischen dem Halbleiterkorper und dem einen An- 
schluB (5) vorhandenen Verbindungsdraht (7) ab- 
deckende lichtdurchllssige Schicht (8) aus Epoxyd- 
harz besteht, 

11. Bauelement nach den . Anspriichen 8 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB die aus Epoxydharz bestehende 
Schicnt (8) die ganze den Halbleiterkorper (2) 
tragende Breitseite des Tragers (3) abdeckt. 

12. Bauelement nach den Anspriichen 9 und 10, dadu-ch 
gekennzeichnet, daB die aus Epoxydharz bestehende 
Schicht (8-) dis den HalbleiterkSrper (2-) au^- 

nehmende Vertiefung (3 'a) abdeckt. 



13. 



Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Trager (3) aus Keramikmaterial be- 
25 steht. 

14. Bauelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Trager (3) eine LSnge von 3,2 rm, 
e.ne Breite von 1,27 rron und eine H6he von 0,6 mm 
aufweist. 
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